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BIZ SAITAMA 2026 技術ニーズの概要

【 ニーズ 】
医療用超音波探触子（プローブ）修理に伴うケース加工（分解）作業

 依頼事項
探触子（プローブ）修理の為、一体化されているケースを内部のケーブル等に傷をつけずに旋盤等で切れ込みを入れ、
ケースを取り外したい。

 仕様(概要)
ケースに旋盤等で切れ込みを入れる作業を委託したい。（ケース自体は新品と交換予定）
ケースの厚さは不均一（部位ごとに厚さが異なる）
内部のケーブル、基板等は再利用につき、破損不可。
現状は限定型式での修理（リペア）検討中、短納期での対応を期待。（多くても10本程度/月）

 スケジュール
2026年度内（2027年３月末）運用開始。
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